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PROCESSO DE FABRICO DE CARTOES SEM CONTATO POR LAMINAGEM

E CARTAO SEM CONTATO FABRICADO MEDIANTE TAL PROCESSO

A presente invencdo diz respeito a um
processo de fabrico de objetos portéteis, tipo cartéo e
nomeadamentée a tais objetos, que compreendem, por um
lado, um corpo de objeto de pléastico composto de folhas
plasticas cobertas por folhas externas de revestimento ou
overlays e, por outro lado, de uma antena, cujos dois
bornes séao ligﬁdos aos contatos de conexdo de um chip de

circuito integrado encastrado no corpo do cartao.

Estes objetos portateis tipo cartao estao
aptos a funcionar sem contato elétrico, mediante um
acoplamento indutivo entre a antena do corpo do cartdo e
a do leitor associado. S&o utilizados, em particular,
para titulos de transporte e cartdes de acesso a locais

protegidos.

Para o seu fabrico, procede-se classicamente
da maneira ilustrada nas figuras 1 e 2 dos desenhos

anexados.

Em primeiro lugar, folhas de policarbonato
(PC) sao impressas em quadricromia offset. Uma primeira
folha 1 de PC leva a impressdao da frente e uma segunda

folha 2 leva a impressdo do verso.
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Por outro lado, transferimos um numero
determinado de chips 3, previamente dotados de
protuberdncias 4, para uma folha suporte 5 de policloreto
de vinilo (PVC), de maneira a ligar eletricamente os
contatos de conexdo de cada um dos chips 3 acima
mencionados aos bornes de uma antena 6\impréssa por
serigrafia na superficie da folha de suporte 5. Uma
resina de selagem 7 é entdo depositada no local das

conexdes e na face ativa do chip 3.

Em seguida, depois da aplicagdo por
serigrafia de uma cola termoativa em cada folha, seréo
sobrepostas na ordem indicada adiante: uma primeira folha
externa de revestimento 8, uma segunda folha 2 de PC, uma
folha suporte 5 contendo o chip 3 e a antena 6, uma folha
9 de incorporacgado deste chip 3, a primeira folha 1 de PC
e uma segunda folha externa de revestimento 10. As folhas
5, 9, 8 e 10 s&do folhas de PVC. Obtemos, entdo, um
conjunto sobreposto, cujas espessuras das diferentes

folhas sdo da seguinte ordem:

1

primeira folha externa de revestimento :50 um

- primeira folha de PC 150 pm

folha de incorporacao :300 um

folha de suporte :190 pm



10

15

20

-chip :260 pm
~ segunda folha de PC :150 pm

- seqgunda folha externa de revestimento :50 pm

Este conjunto é entdo submetido a uma
primeifa e, em seguida, a uma segunda 1aminégem a quente,
de acordo com ciclos de pressdo e de temperatura
definidos. Nomeadamente, a primeira laminagem, efetuada a
uma temperatura da ordem de 140°C, é& destinada a colar
folhas constitutivas do conjunto por ativagdo da cola
termoativa e fazer com que os chips 3 se incorporem na
folha de incorporacdo 9, e a segunda laminagem, também
efetuada a uma temperatura da ordem de 140°C, é destinada
a melhorar, por um lado, a aderéncia entre as diferentes
folhas do conjunto e, por outro, o estado da superficie

deste conjunto.

Em seguida, o conjunto laminado é recortado,
e obtendo enfim, objetos portateis tipo cartao, tais como
definidos na norma ISO 7816-1, ou seja, com cerca de
0,760 mm de espessura, 85 mm de comprimento e

aproximadamente 54 mm de largura.

Contudo, o processo descrito mais acima

apresenta certos inconvenientes.

Ele necessita da presenca de dois materiais
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termoplasticos principais: o PC e o PVC. Ora, a
temperatura de transicdo vitrea doVPC,Nda Qrdem de 150°C,
é superior a temperatura de transigdo vitrea do PVC, que
é de apenas 70°C. O PC ndo atinge, pois a sua temperatura

de transicdo vitrea durante a primeira e segunda

laminagens. Por este motivo, é necessario colar as

diferentes folhas entre elas com a ajuda de uma cola.

Além disso, o conhecimento da impressdo
offset do PC é insuficiente, assim como o corte deste
material pléastico, o que origina imperfeig¢des no campo

dos cartdes.

Evidentemente, a fim de paliar os
inconvenientes do processo descrito acima, a substituigédo
das folhas de PC por folhas de PVC foi cogitada. Contudo,
os cartdes obtidos apresentariam, na sua superficie e em
posigd@o vertical, na parte de cima e de baixo do chip,
defeitos de aspecto consistindo na presenca de marcas
esbranquicadas devido, nestas zonas, a
polimerizacdo/despolimerizacdo do PVC das diferentes
folhas do conjunto laminado e, em particular, das folhas
de revestimento, em condig¢des especificas diferentes das

condi¢des existentes no resto do corpo do cartéo.

Assim, diante do exposto acima, um problema

que a invenc¢do propde solucionar consiste na realizacgéo
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de um processo de fabrico de um objeto portatil tipo

cartdo comportando:

um corpo de objeto compreendendo uma folha de
suporte pléstica, uma folha de incorporagédo pléastica,
assim como uma primeira e uma segunda folha externa de

revestimento;
uma antena munida de dois bornes de antena; e

um chip de circuito integrado munido de dois
contatos de conexdo, sendo que este chip seréd encastrado
na folha de incorporacdo, e cada um dos dois contatos de

conexdo, ligados a um borne de antena;

o dito processo compreende a etapa seguinte,

pela qual
o chip é transferido para a folha suporte;

processo que paliard os inconvenientes acima descritos e,
nomeadamente, permitird evitar o emprego de PC, porém,
sem que os cartdes obtidos apresentem defeitos de

aspecto.

Considerando este problema, a solugdo da
invengdo tem por primeiro objetivo um processo do tipo
supracitado caracterizado no que diz respeito ao contetdo

das etapas seguintes, mediante:
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a laminagem da folha suporte, para a qual
transferimos o chip, com a folha de incorporacao, de
maneira a opte; um primeiro conjunto laminado, no qual o
chip se encontra encastrado na folha de incorporagao; e,

numa etapa ulterior,

o revestimento do primeiro conjunto laminado com a

primeira e segunda folhas externas de revestimento.

Assim, procedendo em duas etapas, com a
obtencdo de um primeiro conjunto laminado PVC e, depois,
revestindo este primeiro conjunto com folhas de
revestimento, é possivel utilizar unicamente um mesmo
plédstico para a fabricacdo de folhas do objeto portéatil
tipo cartdo, e nomeadamente evitar o emprego do PC,

porém, sem que o cartdo apresente defeitos de aspecto.

A descricdo ndo limitativa que se segue
permitird melhor entender a maneira pela qual a invengdo
pode ser colocada em pratica. Ela é redigida com base nos

desenhos anexados, onde:

- a figura 1 ilustra, em corte transversal
decomposto, um processo de fabrico de um cartdoc segundo o

método antigo:

- a figura 2 mostra, em corte transversal, um

cartdo obtido consoante o método antigo;
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- a figura 3 ilustra, em corte transversal,
uma etapa de laminagem de um processo de fabrico de um

cartdo de acordo com a invengao;

- a figura 4 mostra, em corte transversal, o
primeiro conjunto obtido de acordo com a etapa de

laminagem da invencdao;

- a figura 5 ilustra, em corte transversal
decomposto, uma etapa de laminagem do primeiro conjunto

com folhas de revestimento de acordo com a invencdo; e

- a figura 6 ilustra, em corte transversal,
um cartdo obtido por um processo de acordo com a

invencédo.

A invengdo tem por finalidade o fabrico de
objetos portateis com chip tipo cartdo. Estes objetos sao
nomeadamente definidos pelas normas ISSO 7810, ISO 7816,
pelo projeto de norma ISSO 14443 e pelas normas
ETSI/GSM11.11 e ESTI/GSM11.14, cujo conteldo é integrado

ao presente documento por citacdao de referéncia.

O fabrico destes objetos serd vantajosamente
executade com folhas de grandes dimensdes. Por exemplo,
com folhas com uma largura de cerca de 22 cm e um
comprimento da ordem de 32 cm. E assim possivel obter

rapidamente, depois do corte, um grande nimero de
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cartdes. No exemplo supracitado, este numero & da ordem

de 10.

Contudo, de maneira a facilitar a leitura do
exposto a seguir, a invencdo seré& descrita essencialmente

considerando o fabrico de um unico cartao.

De acordo com a invencdo, para o fabrico de
um cartdo, uma antena 11 serd impressa por serigrafia na

superficie de uma folha suporte 12.

A folha suporte 12 é plastica, nomeadamente
termopléastica, vantajosamente de PVC, com temperatura de
transigdo vitrea da ordem de 70°C. a sua espessura é da

ordem de 190 um.

A antena 11 apresenta-se, por exemplo, sob a
forma de uma espiral de trés espiras, realizada com uma
tinta condutora a base de epoxy-prata, cujas extremidades

constituem dois bornes 13 situados préximos um do outro.

Numa etapa ulterior, transferimos um chip 14
de circuito integrado para os bornes 13 da antena 11, de

maneira a ligar os contatos 15 do dito chip 14 aos bornes

13 da antena 11.

Tal chip 14 é sensivelmente paralelepipédico
e retangular, com 160 pm de espessura e 2 mm de lado.

Comporta uma face ativa munida de ao menos dois contatos
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15 de conexdo. Estes contatos 15 s&o, por sua vez,
munidos de protuberancias 16, ou bumps, realizados com um
polimero condutor termopléstico ou termoendurecivel, tal

como um polimero a base de epoxy-prata.

Una resina 17 de selagem é_depositada sob
forma liquida sobre uma face do chip 14,‘correspondendo a
sua face ativa. Esta resina de selagem migra por
capilariqade para baixo do chip 14, envolve os elementos
de conexdo, isto &, os contatos 15 de conexdo, as
protuberancias 16, assim como o0s bornes 13 de antena 11,

e fixa o chip 14 na folha suporte 12.

Em sequida, conforme ilustra a figura 3,
sobrepde~-se & folha suporte 12, para a qual transferimos
o chip 14, uma folha de incorporacdo 18. Esta folha 18 é
uma folha pléstica, nomeadamente termopléastica, e
vantajosamente constituida por um termopléstico de baixa
temperatura de transicédo vitrea. Trata-se,
especificamente, de PVC, cuja temperatura de transigao

vitrea € da ordem de 70°C.

O conjunto superposto assim obtido é entao,
de acordo com a invengdo, laminado a uma temperatura da
ordem de 140°C e a uma pressdo consoante um ciclo
determinado. Por exemplo, o conjunto é submetido a uma

temperatura de 140°C e a uma pressdo de 10 bars durante
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10 minutos, depois a pressdo é aumehtada durante 7
minutos até atipgir 100 bars e é estabili;ada neste n;V?}
durante 4 minutos, A temperatura é entdo diminuida para
20°C, e entao o chjunto é submetido a uma pressdo de 200

bars durante 18 minutos.

A figura 4 mostra, pois b primeiro conjunto
laminado obtido. Neste primeiro conjunto, o chip 14 é
incorporado a folha 18 de incorporacao, sendo que esta
folha 18 foi de fato levada a condicdes de temperatura e
de pressdo tais, que sofreu uma fusdo permitindo a
integracao do dito chip 14. este primeiro conjunto
laminado chama-se inlet. Ele pode ser armazenado e
manipulado sem nenhum risco para o chip 14 ou para a
antena 11, pois estes elementos estdo completamente

encastrados no conjunto supracitado.

Numa outra etapa, de acordo com a invencéao,
uma primeira 19 e segunda 20 folhas de revestimento sao
impressas em quadricromia offset e em imagens ditas
inversas, correspondendo a primeira folha 19 ao lado da
frente, e a segunda 20, ao reverso. Estas folhas 19, 20
sao pléasticas, nomeadamente termoplasticas,
vantajosamente de PVC. A sua espessura é da ordem de 50

pm.

Como ilustrado na figura 5, o primeiro
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conjunto laminado é entdo revestido com as duas folhas
19, 20 de revestimento. A primeira folha 19 cobre
diretamente a folha de incorporacdo 18 e a segunda folha
20 cobre diretamente a folha de suporte 12, sendo que os
lados imp;essos de tais folhas 19, 20 ficam em contato
com as ditas folhas 18 e 12 respectiVaménte. Esta etapa,
na qual se reveste o primeiro conjunto laminado, pode
vantajosamente acompanhar-se de uma segunda laminagem do
primeiro conjunto mencionado com as folhas 19, 20. Esta
segunda laminagem é efetuada consocante um ciclo de
temperatura e de pressdo do tipo supracitado, permitindo
a soldadura das duas folhas de revestimento com o
primeiro conjunto laminado. Na pré4tica, a temperatura

atingida durante este ciclo é da ordem de 140°C.

Obtemos, pois um segundo conjunto laminado

que pode ser cortado no formato de cartao.

Os cartdes obtidos comportam e, de fato,
comportam unicamente, quatro espessuras principais
constituidas pelas folhas 19, 12, 18 e 20, um chip
sustentado pela folha 12 e incorporaco na folha 18. Todas
estas espessuras sio vantajosamente constituidas pelo

mesmo material pléstico, o PVC.
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- REIVINDICAGOES -

1. PROCESSO DE FABRICO DE UM OBJETO PORTATIL TIPO
CARTAO, compreendendo:

um corpo de objeto compreendendo uma folha suporte
(12) pléastica, uma folha de incorporagdo (18) pléastica,
assim como uma primeira (19) e segunda (20) folhas externas
de revestimento;

uma antena (11) munida de dois bornes (13) de
antena; e

um chip (14) de circuito integrado munido de dois
contatos (15) de conexdo, estando o dito <chip (14)
incorporado na folha de incorporacgédo (18), e cada um dos
dois contatos (15) de conexdo ligados eletricamente a um
borne (13) de antena;

0 processo sendo caracterizado por compreender as
etapas seguintes, pela qual:

o chip (14) é montado na folha suporte (12);

a folha suporte (12), na qual é montado o chip
(14), ¢é laminada com a folha de incorporagdo (18), de
maneira a obter um primeiro conjunto laminado, no qual o

chip (14) estd incorporado na folha de incorporacdo (18);

e,

o primeiro conjunto laminado é revestido com a
primeira (19) e segunda (20) folhas externas de
revestimento.

2. PROCESSO, de acordo com a reivindicacao 1,
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caracterizado por a folha suporte (12), a folha de
incorporagdo (18), a primeira (19) e segunda (20) folhas
externas de revestimento serem feitas de um termoplésticas,
nominalmente PVC (policloreto de vinilo).

3. PROCESSO, de acordoc com gualquer uma das
reivindicagdes 1 e 2, caracterizado por a primeira folha de
revestimento (19) cobrir diretamente a folha de
incorporagdo (18), e a segunda folha de revestimento (20)
cobrir diretamente a folha suporte (12)

4., PROCESSO, de acordo com qualquer uma das
reivindicag¢des 1 a 3, caracterizado por a etapa em que se
reveste o primeiro conjunto laminado com a primeira (19) e
segunda (20) folhas externas de revestimento, ser
acompanhada de uma laminagem do primeiro conjunto laminado
com a primeira (19) e segunda (20) folhas de revestimento

supracitadas.
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- RESUMO -

PROCESSO DE FABRICO DE CART@ES SEM CONTATO POR LAMINAGEM

E CARTAO SEM CONTATO FABRICADO MEDIANTE TAL PROCESSO

A invencéo concerne um processo de fabrico de um objeto
portatil tipo'caftéo comportando: - um corpo de objeto
compreendendo uma folha suporte (12) pléastica, uma folha
de incorporagdo (18) pléstica, assim como uma primeira
(19) e segunda (20) folhas externas de revestimento; -
uma antena (11) munida de dois bornes (13) de antena; e -
um chip (14) de circuito integrado incorporado na folha
de incorporacdo (18), e ligado eletricamente a antena. O
processo de inven¢ao caracteriza-se no que diz respeito
ao conteudo das etapas seguintes, pelas quais: - a folha
suporte (12), para a qual transferimos o chip (14), &
laminada com a folha de incorporacdo (18), de maneira a
obter um primeiro conjunto laminado; e, numa etapa
ulterior: - o primeiro conjunto laminado é revestido com
a primeira (19) e segunda (20) folhas externas de
revestimento. A invencdo aplica-se em particular ao

fabrico de cartdes sem contato por laminagem a quente.



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

